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BondMaster 600

Intuitive Klebeprufung

e Signal von hoher Qualitat
e mehrere Prufmodi

e voreingestellte Anwendungen

¢ Anzeige im Vollbildschirm

e komplette Losung zum
Archivieren und fur Berichte



BondMaster 600 Klebeprufung mit mehreren Pruftechniken

Hohe Leistung bei intuitivem Betrieb

Das BondMaster 500 ist die leistungsstarke Kombination einer Klebeprifsoftware mit mehreren Priftechniken, einer
ausgreiften digitalen Elektronik und der Anzeige eines steten klaren Signals von hoher Qualitat. Ob bei der Prifung von
Verbundwerkstoffen mit Wabenstruktur, von Metall-Metall-Verbindungen oder von laminaren Verbundwerkstoffen, das
BondMaster 600 ist mit seinen Direktzugriffstasten und der rationalisierten Bedieneroberflache mit praktischen Vorein-
stellungen flr allgemeine Anwendungen auBergewdhnlich benutzerfreundlich. Mit der verbesserten Benutzeroberflache
und dem vereinfachten Arbeitsfluss ist das Archivieren und Berichterstellen mit dem BondMaster 600 fur Prifer aller

Erfahrungsebenen maoglich.

Die hohe Aufldsung und Klarheit des 5,7 Zoll groBen VGA-Bildschirms des BondMaster 600 ist im Vollbildmodus noch
hervorstechender. Durch einen Knopfdruck aktiviert, kann der Vollbildschirm in jedem Anzeigemodus und mit jeder
Priftechnik eingeblendet werden. Das Klebeprifgerat BondMaster 600 ist fUr verschiedene Standardprifmethoden pro-
grammiert, d. h. fur Sender-Empfangermodus mit Hochfrequenz, Impuls oder Mehrfrequenz, fur Resonanzmodus und
flr einen wesentlich verbesserten MIA-Modus (Analyse der mechanischen Impedanz).
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Tragbar, robust und ergonomisch

Der ergonomische Aufbau des
BondMaster 600 ist praktisch
fur schwer zu erreichende
Stellen. Zum Prifen an unzu-
ganglichen Stellen bietet die
werkseitig angebrachte Hand-
schlaufe maximalen Komfort
und ungehinderten Zugriff auf
die wichtigsten Funktionen.

Ideal fiir den Einsatz vor Ort

Das Gehause des BondMaster 600, aus einem robusten,
praxiserprobten Design entwickelt, ist weit bekannt flr sei-
ne Widerstandfahigkeit unter hartesten Prufoedingungen.
Mit seiner langen Akkubetriebszeit, seinem luftdichten und
wasserfesten Gehause, rutschfesten Gummipuffern und
dem StandfuB3, der zum Aufhanger umfunktioniert werden
kann, ist das BondMaster 600 ein unverzichtbares Werk-
zeug fur schwierige Prifaufgaben.

Leistungsmerkmale

e Fur die Anforderungen von IP66 entwickelt
e hohe VerfUgbarkeit des Akkus (bis 9 Stunden) durch geringe

Stromaufnahme

e kompatibel mit BondMaster-Sonden (PowerLink) und Son-

den von anderen Herstellern

e heller VGA-Farbbilschirm von 5,7 Zoll
e Vollbildschirm in allen Anzeigemodi
e intuitive Bedieneroberflache mit anwendungsspezifischen

Voreinstellungen

e Dlitzschnelles Umschalten auf einen anderen Anzeigemodus

mit der Taste RUN

e Neue Ansicht SCAN (Profil)

¢ Neue Ansicht SPEKTRUM mit neuer Frequenzfolgefunktion
e \erstarkungseinstellung Uber Direktzugriffstaste

e Konfiguration aller Funktionen auf demselben Bildschirm

e bis zwei Messwerte in Echtzeit

e Speicherkapazitat bis zu 500 Dateien (Justierungs- und

Prifdatendateien)

e Dateivorschau auf dem Gerat

Vereinfachte Benutzeroberflache und stechend klare Anzeige
Sofortige Konfiguration und Direktzugriff auf alle Einstellungen

Einer der wichtigsten Vorteile des BondMaster 600 ist die Einfachheit seiner Bedienung. Die rationalisierte und bediener-
freundliche Benutzeroberflache des BondMaster 600 wurde unter Einbezug innovativer Funktionen von anderen Olym-
pus-Produkten und deren Kombination mit mehreren neuen Funktionen entwickelt, darunter das Menu zur Auswahl von
voreingestellten Anwendungen, ein Bildschirm mit allen Einstellungen zur direkten Konfiguration und die Fahigkeit, Signa-
le im Einfriermodus zu justieren.

Alle Vorteile der Benutzeroberflache des BondMaster 600 stehen in 15 Sprachen zur Verfigung.

y ALL SETTINGS PC (RF)
Skin To Core

Disbhonds (Flat) PC (RF) 10.0kHz
$kin To Core

Dishonds (Tapered) MEDIUM

Delamination and LP FILTER
Laminates Inspection - -
Skin To Core Dishonds (Flat)
Me“.l' To Metal For composite honeycomb structures o
Dishonds presenting uniform geometry and DTSRI FETE

120.0deg

Smaller Disbonds and dimensions. Uses PITCH-CATCH prohe in
Repair Identification fixed frequency RF (tonehurst) mode.
STRIP FILLED ON
_ GATE AUTO RF ALARM POS SCAN ALM OFF
2000us TOP 70.0% TOP 75.0%
DEFAULT USE KNOB TO SELECT APPLICATION, NUM CYCLES 5 BOTTOM 30.0% BOTTOM 25.0%
OK TO ACCEPT, CANCEL TO ABORT PRESS [A] FOR FIRST COL, [B] FOR SECOND COL, [C] FOR THIRD COL, [E] FOR NEXT.

Bildschirm ,Alle Einstellungen® zeigt alle Parameter an, was die Bearbeitung
beschleunigt

Ment zur Auswahl der Anwendung - sofort einsatzbereite Konfiguration

Echter Vollbildschirm und Direktzugriff

Das BondMaster 600 besitzt eine umfangreichen Satz Direktzugriffstasten, mit denen haufig eingesetzte Parameter,
wie Verstéarkung, Vollbildschirmmodus, Anzeigemodi usw. sofort eingestellt werden k&nnen. Die Signale kénnen in acht
leicht erkennbaren und lebhaften Farbvorlagen angezeigt werden und die verbesserte Lesbarkeit des Bildschirms unter
allen Lichtverhéltnissen beugt der ErmUdung der Augen vor.
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Unvergleichbare Signalqualitat
Verbesserung der Pruffahigkeit fUr Verbundwerkstoffe mit Walbenstruktur

Wahrend der Klebeprifung erzeugt die Sender-Empfanger-Sonde asymmetrische Lamb-Wellen sowie Kompressions-
wellen und vergleicht Anderungen der Signalamplitude zwischen Sender und Empféanger. Sie kann Abldsungen an der
oberen und unteren Lage erkennen. Das BondMaster 600 arbeitet in drei Sender-Empfanger-Modi: HF (A-Bild mit fester
Frequenz), Impuls (aus alteren Modellen Ubernommen mit A-Bildform-Filter) und Mehrfrequenz (Durchlaufen mehrerer
Frequenzen in einem bestimmten Frequenzbereich).

Die Menus des Sender-Empfanger-Modus des Bond-
Master 600 wurden neu ausgelegt, um den Zugriff auf oft
bei der Justierung und Prufung eingestelite Parameter zu
beschleunigen. Messwerte in Echtzeit liefern sofortige
Informationen Uber die Signalamplitude oder Phasenlage,
S0 dass Fehlerindikationen einfacher interpretiert werden
kdnnen. Mit der neuen automatischen Blende wird
aufgrund des HF- oder Impulssignals die beste Blenden-
position ermittelt. Pruferseitige Fehler werden vermindert
und die Ergebnisse maximiert.

Sender-Empfénger, geteilter Bildschirm, Impulsmodus. Die XY-
Ansicht (rechts) zeigt Abldsungen an der oberen und unteren Lage
(Phasendifferenz)

OEM-freundlich: Neues Frequenzfolge-Tool fiir Verfahrensentwicklung

Im Sender-Empfanger-Mehrfrequenzmodus des Bond-
Master 600 wurde nicht nur die Signalqualitét verbessert
sondern auch eine neue Spektrumsdarstellung hinzu-
geflgt. Mit dieser neuen Anzeigeart werden Amplitude
und Phasenlage des Signals mit dem Frequenzbereich
verglichen. Mittels zweier neuer Frequenzmarkierungen
kann das Verhalten von zwei spezifischen Frequenzen
beobachtet werden, so dass die besten Prufparameter fir
eine bestimmte Anwendung ausgewahlt werden konnen.
Diese neue Funktion ist ideal fur die Entwicklung von Ver-
fahren und neuen Applikationen.

Ansichtsart Spektrum mit Nachverfolgen der Frequenz

Voreinstellungen im Resonanzmodus entsprechen den Anforderungen

Einfache Prufung von Metall-Metall-Bindungen und laminierten Verbundwerkstoffen

Bei der Klebepriifung wird mit dem Resonanzmodus die Anderung von Phasenlage und Amplitude der sich fortpflanzen-
den/stehenden Welle im Prufling gemessen. Resonanzsonden sind Schmalbandkontaktsonden. Es werden die Ande-
rungen der Impedanz des Piezoelements der Sonde in der Impedanzdarstellung (XY) des BondMaster 600 dargestellt.

Der Resonanzmodus ist eine sehr einfache und zuverlas-
sige Prifmethode flir Delaminationen. Oft kann die Tiefe
der Delamination aus der Rotation der Phasenlage des
Signals geschlossen werden. Der Resonanzmodus des
BondMaster 600 ist erstaunlich einfach zu bedienen, vor
allem aufgrund seiner werkseitig fur laminierte Verbund-
werkstoffe und Metall-Metall-Verbindungen voreingestell-
ten PrUfparameter.

Resonanzmodus, mit Gut-Schlecht-Methode konfiguriert

Vereinfachte Justierung durch optimierte Bedieneroberflache

Die Justierung des BondMaster 600 im Resonanzmodus wurde auf die kleinstmdgliche Anzahl Schritte verkUrzt. Als
erstes wird die optimale Betriebsfrequenz der Sonde in einem einzigen Justierschritt ausgewahlt. Dann verlauft die ab-
schlieBende Justierung schnell und einfach, dank der rationalisierten Bedieneroberflache des BondMaster 600 und der
Fahigkeit ,eingefrorene” Signale zu justieren.

Nach der Justierung kdnnen mit der verbesserten Signalreferenz und dem Referenzpunktsystem des BondMaster 600
wichtigen Signalen wahrend der Prifung leicht auf dem Bildschirm nachgefolgt werden. Das Referenzpunkstsystem ist
S0 anpassungsfahig, dass die Justierung verbessert werden kann, ohne neue Punkte aufzeichnen zu mussen.
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SET REF

Verbessertes Referenzpunktsystem des BondMaster 600

Das Justierungsment wahlt automatisch die beste Arbeitsfrequenz



Uberzeugende Leistungsstarke und Prazision des MIA-Modus
Erkennen von kleinen Klebefehlern an Verbundwerkstoffen mit Wabenstruktur

Mit der MIA-Methode (Mechanical Impedance Analysis) wird die mechanische Impedanz oder Steife eines Materials
gemessen. MIA-Sonden schallen auf einer festen hérbaren Frequenz. Anderungen der Steife des Materials werden als
Anderung der Amplitude und der Phasenlage in der Impedanzansicht (XY) des BondMaster 600 angezeigt.

Mit dem kleinen Sondenkopf, der mit MIA eingesetzt wird,
und mit der hochleistungsfahigen Elektronik des Bond-
Master 600 ist das Erkennen von sehr kleinen Klebefeh-
lern in Verbundwerkstoffen mit Wabenstruktur viel einfa-
cher als mit anderen Methoden. DarUber hinaus werden
mit dem breiten Frequenzbereich des BondMaster 600

(2 kHz bis 50 kHz) maximale Ergebnisse erzielt, sogar fir
Fehler an der untersten Lage.

Das BondMaster 600 besitzt einen einfachen MIA-
Justierassistenten, der dem Prifer hilft, die bestmdgliche
Frequenz fur das Auffinden von kleinen oder schwer zu
finden Fehlern in Verbundwerkstoff mit Wabenstruktur
auszuwahlen.

Das BondMaster 600 zeigt in den Messwertfeldern die Si-
gnalamplitude und Phase an. In der neuen ,Scan“-Ansicht
werden diese abhangig von der Zeit angezeigt, was bei
der Prufung von kleinen Ablésungen nutzlich ist.

Mla-Modus mit der neuen Ansicht ,,.Scan® und Messwerten in Echtzeit

Auffinden von Reparaturstellen in Verbundwerkstoff mit Wabenstruktur

Das Auffinden von Reparaturstellen an Flugzeugruder oder
Rumpf kann schwierig sein, besonders unter Anstrich.

Mit manchen Prifmethoden, wie mit der Thermographie,
erhalt man oft falsche Ergebnisse. Die MIA-Methode

kann jedoch dieses Problem I6sen. Da reparierte Stellen
allgemein steifer sind, kontrastiert die mechanische Impe-
danz dieser Stellen klar mit nicht reparierten Stellen oder
Ablésungen.

Mit der verbesserten MIA-Methode des BondMaster 600
werden Reparaturstellen leicht anhand einer einfachen
Analyse der Phase des MIA-Signals in der XY-Ansicht
erkannt.

MIA-Modus, konfiguriert zum Auffinden von Reparaturstellen (unteres
Signal) im Gegensatz zu Ablésungsstellen (oberes Signal)

Komplette Losung fur Prafung, Archivierung und Berichte
Einfacher Arbeitsablauf fUr Prufer aller Erfahrungsstufen

Das BondMaster 600 bietet ein véllig rationalisiertes und vereinfachtes Verfahren zum Ablegen der Prifergebnisse.
Eingebaute Funktionen, wie die groBe Speicherkapazitat (bis 500 Prifdaten- und Programmdateien) und die Vorschau
direkt auf dem Gerat, wurden zur Vereinfachung aller Etappen der Prifsequenz geschaffen.

Der normale Arbeitsablauf besteht aus wenigen einfachen Schritten: Speichern der Ergebnisse wahren der Prifung,
Hochladen der gespeicherten Dateien zum neuen BondMaster PC DatenUbertragungsprogramm, sofortiges Erstellen
eines vollstandigen Prufberichts mit der neuen Funktion ,Alle Dateien als PDF exportieren und gegebenenfalls Archivie-
ren des Berichts.

1. Priifen 2. Hochladen 3. Bericht

Speichern des Signals mit der Taste SAVE jederzeit ~ Schnelles Hochladen der Ergebnisse zu BondMas- Umfassender Bericht mit einem einzigen Tasten-
wahrend der Prifung ter PC Uber USB-Verbindung druck und Archivieren falls gewinscht

Zwei Modelle fir Vielseitigkeit und Kompatibilitat

Das BondMaster 600 wird in zwei Modellen gefertigt, um den verschiedenen Ansprichen bei der Prifung von Verbund-
werkstoffen gerecht zu werden. Das Grundmodell besitzt alle Sender-Empfanger-Modi, das Modell B600OM besitzt alle
Klebeprifmethoden. Das Upgrade von Grundmodell auf BEGOOM kann auch fernaktiviert werden.

Beide Modelle des BondMaster 600 sind mit den BondMaster-Sonden von Olympus kompatibel, auch mit PowerLink-
Sonden. Fir Sonden von anderen Herstellern stehen Adapterkabel als Sonderzubehdr zur Verfigung.

Anwendungsbereich Empfohlene Methode

Allgemeine Klebefehler (&uBere Lage bis Kern) in Verbundwerkstoffen mit Wabenstruktur Sender-Empfanger (HF oder Impuls)

Klebefehler (duBere Lage bis Kern) in nicht parallelen Verbundwerkstoffen oder bei unregelmaBigen Geometrien Sender-Empfanger (Mehrfrequenz)
Kleine Klebefehler (duBere Lage bis Kern) in Verbundwerkstoffen mit Wabenstruktur MIA

Auffinden von Reparaturstellen in Verbundwerkstoffen mit Wabenstruktur MIA

Erkennen von allgemeiner Delamination in Verbundwerkstoffen Resonanztechnik

Priifung von Metall-Metall-Verbindungen Resonanztechnik

B600 B600M

Funktion (Grundmodell) (Multimodus)

Justierung bei eingefrorenem Signal

Messwertanzeige in Echtzeit
Auswahl der Anwendung
Unterstltzung kodierter Sonden

Sender-Empfanger, HF- und Impulsmodus

S L

Sender-Empfanger, Mehrfrequenzmodus
Analyse der mechanischen Impedanz (MIA)

Resonanzmodus

LN L L D

(Kabel inbegriffen)
Justierment (Resonanz- und MIA-Modus) J




Technische Angaben - BondMaster 600

Die vollstéandigen technischen Angaben finden Sie im BondMaster 600 Benutzerhandbuch, welches Sie bei
www.olympus-ims.com hochladen kénnen.

ALLGEMEINES UNTERSTUTZTE SONDEN
Gesamtabmessungen 236 mm x 167 mm x 70 mm Sender-Empfanger-, MIA- (Analyse der mechanischen Impe-
BxHxT) danz, nur mit B6OOM) und Resonanzsonden (nur mit BGOOM);
- [ - Sondenarten Das Gerét ist voll kompatibel mit BondMaster-Sonden, mit
Gewicht 1,70 kg mit Lithium-lonen-Akku und ohne Funktion PowerLink, sowie mit Sonden und Zubehor
MIL Standard 810G, CE, WEEE, FCC (USA), IC (Kanada), von anderen Herstellern.
Normen und Richtlinien RoHS (China), RCM (Australien und Neuseeland), KCC -
(Stidkorea) ANGABEN ZUR KLEBEPRUFUNG (ALLE MODELLE)
Sondenanschliisse 11-poliger Fischer-Anschluss
Stromversorgun Netzstrom: 100 V bis 120 V Wechselstrom 200 V bis " - - - .
'gung 240 V Wechselstrom, 50 Hz bis 60 Hz Verstarkung 0 dB bis 100 dB in Schritten von 0,1 dB oder 1 dB
ein USB-2.0-Ausgang fiir Peripheriegerate, ein Standard- Phasenlage™ 0° bis 359,9° in Schritten von 0,1° oder 1°
Eingénge und Ausgange VGA-Analogausgang, ein 15-poliger E/A-Anschluss Ansicht Scan variabel von 0,520 s bis 40 s
(mannlich) mit Analogausgang, 3 Alarmausgénge Tiefpassfilter 6 Hz bis 500 Hz
BETRIEBSBEDINGUNGEN Anregespannung der wahlweise NIEDRIG, MITTEL, HOCH
Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C Sonde
0 °C bis +50 °C [mit Akku] und -20 °C bis +70 °C [ohne Einstellbares Nachleuch- 0,1shbis10s
Lagertemperatur P
Akku] ten
IP-Schutzart entspricht IP66 Einstellbares Léschen 0,1sbis60s
AKKU UND BATTERIEN 3 Alarme gleichzeitig, wahlweise FELD (rechteckig), KREIS
Art ein aufladbarer Lithium-lonen-Akku oder Alkaline Mignon- Alarmarten Ejk.:z‘ssfgg:é%ﬁfﬂﬂfj};;%s aussohnitt), SCAN (zeitoasiert)
zelle (Typ AA) in Batterierahmen flir 8 Batterien a
Betriebsdauer des Akkus 8 bis 9 Stunden Referenzpunkte " Aufzeichnung von bis zu 25 nutzerdefinierten Punkten
BILDSCHIRM SENDER-EMPFANGER-MODUS (ALLE B600-MODELLE)
K Unterstiitzte Sender- wahlweise HF (Schallimpuls), Impuls (A-Bildform) oder
Abmessungen 17,4 mm x 88,7 mm; 146,3 mm Empfanger-Modi Mehrfrequenz
(B x H; diagonal)
Fi bereich 1 kHz bis 50 kHz (HF, Impuls) oder 1 kHz bis 100 kHz
Art VGA (640 Pixel 480 Pixel) transflexiver Farb-LCD (Fliissig- requenzbereic (Mehrfrequenz)

kristallbildschirm)

Blend 10 ps bis 7920 ps, einstellbar in Schritten von 10 ps, neuer
Normal oder Vollbildschirm, 8 Farbvorlagen, Taste RUN ende Auto-Blende-Modus erkennt Amplitudenmaximum

Anzeigemodi } .
g schaltet von einem Anzeigemodus zum anderen

- Nachfolgen der Fre- bis zu 2 einstellbare Markierungen zur Uberwachung von
Raster und Anzeigehilfen Auswahl von 5 Raster, Fadenrkeuz (nur in den XY- quenz** 2 bestimmten Frequenzen in der Mehrfrequenzdarstellung

Ansicht -
y nsichten) . ANALYSE DER MECHANISCHEN IMPEDANZ (MIA) - NUR FUR B600M
DATENUBERTAGUNG UND SPEICHERKAPAZITAT : : : .
Justierungsment zum Bestimmen der besten Frequenz fir

Softwareprogramm BondMaster PC, im Lieferumfang Justierassistent die Applikation, basierend auf Messungen mit der GUT/
PC-Softwareprogramm des BondMaster 600 inbegriffen, ermdglicht Ansicht von SCHLECHT-Methode
Prifdatendateien und Ausdruck von Berichten N .
Frequenzbereich 2 kHz bis 50 kHz
Priifdatenspeicher flir 500 Daten, Dateivorschau auf dem Gerat
= RESONANZTECHNIK - NUR MIT B600M
BENUTZEROBERFLACHE

Justi istent JustiermenU zur Bestimmung der passendsten Frequenz,
Englisch, Spanisch, Franzésisch, Deutsch, ltalienisch, ustierassisten basierend auf der Resonanz der Sonde

Japanisch, Chinesisch, Russisch, Portugiesisch, Polnisch,
Niederlandisch, Tschechisch, Ungarisch, Schwedisch
und Norwegisch **Gewisse Priifmodi weisen in diesem Bereich Begrenzungen auf.
Ment zur Auswahl des Anwendungsbereichs flr schnelle

Bedienerfiihrung Frequenzbereich 1 kHz bis 500 kHz

Anwendungsbereiche und einfache Konfiguration in allen Modi
Anzeige der Messwerte in Auswahl der Anzeige von ein oder zwei Signaleigenschaf-
Echtzeit ten (Liste abhéngig vom Prifmodus)

Standardlieferumfang

Das BondMaster 600 steht in allen Lieferumfang fir alle Modelle des Weiteres Zubehér nur fir Modell

fo|genden Konfigurationen zur Verfu- BondMaster 600": Gerat BondMaster 600 BondMaster 600M: Kabel fliir Resonanzsonde

gung: mit werkseitig angebrachter Handschlaufe, Der Standardlieferumfang kann von Land zu Land
gedruckte Kurzanleitung, Kalibrierzertifikat, verschieden sein. Erkundigen Sie sich darliber bei

Modell: Grundmodell und Multimodus (M) Hartschalentransportkoffer, Netzteil/Ladegerat Ihrem Kundendienst.

mit Kabel, Lithium-lonen-Akku, Batterierahmen
fiir Mignonbatterien, USB-Ubertragungskabel,
MicroSD-Speicherkarte mit Adapter, Kabel flr
Sender-Empfanger- und MIA-Sonden sowie
eine CD mit der Ubertragungssoftware Bond-
Master PC und den Benutzerhandblchemn.

Netzkabel: Uber 11 Kabelmodelle fir das
Netzteil/Ladegerat verfugbar

Tastenfeld und Anweisungsschild: eng-
lisch, international (Symbole), chinesisch oder
japanisch

Kurzanleitung in Papierformat: in mehr als 9

Sprachen
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